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Spis tresci

Projekt PCB, podejscie produkcyjne
Wykonanie szablonu metoda ciecia laserowego
Proces nadruku pasty lutownicze;

Maszynowy montaz powierzchniowy

Piec konwekcyjny, lutowanie rozptywowe
Kontrola optyczna

Montaz uzupetniajacy, lutowanie na fali

Montaz finalny
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Projekt PCB SEMICON"

Znaczniki pozycjonujace

precyzyjne rozpoznanie PCB w
maszynach produkcyjnych. Brak
znacznikow znaczgco utrudnia
opracowanie procesu
technologicznego do zadanego
tematu.
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Projekt PCB SEMICON"

Umiejscowienie przelotek

Bardzo czesty btedem projektantow jest
umiejscowienie przelotek bezposrednio na padach
komponentow SMT. Takie postepowanie grozi
przeptywem pasty lutowniczej, co finalnie
prowadzi do btednego potaczenia lutowniczego.




y 7

Projekt PCB SEMICON"

Grupowanie zt3cz

Etapy montazu uzupetniajgcego oraz
lakierowania wymagajg aby ztacza PCB
byty umiejscowione przy jednej,
maksymalnie dwoch krawedziach. Ptytki
zaprojektowane w inny sposob generuja
dodatkowe operacje podczas procesu
produkcyjnego.
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Projekt PCB SEMICON"

Dostepnosc komponentow
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Projekt PCB SEMICON"

Ramka technologiczna

Umieszczenie ptytek w
formatce obramowanej
ramka technologiczna
pozwala na
efektywniejsze
zabezpieczenie ptytki
podczas procesu
produkcyjnego
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Wykonanie szablonu metodg  SEMICON®

ciecia laserowego

Do precyzyjnego rozmieszczenia pasty lutowniczej na ptytce drukowanej
stuzg szablony wycinane laserem. Etap naktadania pasty lutowniczej na
ptytke jest obarczony najwiekszym ryzkiem powstawania btedow.
Czynnikami kluczowymi sa:

» Ksztatt i wielkosc¢ apertur

* Grubosc szablonu
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: : , SEMICON®
Metody napinania szablonow —

/\ przed sitodrukiem

7

Vector guard

LPKF ZelFlex
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i SEMIGCON®
Proces nadruku pasty lutowniczej

Etap drukowania zostawia w miejscach apertur okreslong przez
grubosc szablonu ilosc pasty lutowniczej.

Area where shear elastic force occurs:n Disaciion of shear alastic fores

-:. .': -:' .": l:. .': l:" .': -: - .': l: ﬁe ndl
e Printed wiring board

Solder paste

\ Figure 3.2 Shear Elastic Force Occurring Between Stencil and Solder Paste
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SEMIGCON®

Inspekcja pasty lutownicze]

Przed montazem powierzchniowym
dokonywana jest inspekcja
nadrukowanej pasty.
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Maszynowy montaz powierzchniowy

Do montazu ‘ _
powierzchniowego vores
wykorzystywane sg B g
automaty montazowe. i - ""‘
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SEMICON®
Podcisnieniowe pobieranie elementow

Pobieranie elementow z
podajnikow odbywa sie przy
wykorzystaniu ssawek o roznych
ksztattach i srednicach dyszy.

Rodzaj programowany jest
maszynowo a uzalezniony jest od
parametrow geometrycznych
elementow.
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SEMIGCON®

Lutowanie rozptywowe w piecu konwekcyjnym
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Profil temperaturowy

4

Max. Ramp-Up Rate = 3°C/s
Max. Ramp-Down Rate = 6°Us

t

| Preheat Area
'

Time 25°C to Peak

Time —»

Y

W zaleznosci od
rodzaju
zastosowanych w
projekcie
komponentow profil
jest dostosowany do
granicznych
Wymogow
podzespotow.
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SEMIGCON®

Kontrola odbywa sie na zasadzie
porownania histogramu zbocza bazowego
potaczenia lutowanego.

Obserwacji dokonuje g kamer
tworzgc system Spider Eye
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SEMIGCON®

Montaz uzupetniajgcy

Ostatni etap
montazu,

podczas ktorego
elementy
umieszczane sa w
technologii
przewlekanej THT
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SEMIGCON®

L utowanie na fali

Flowing solder
(second wave)

Chip component

Figure 1.12 Flow (Wave Soldering) Method (Example)

Flowing solder
(first wave)
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Melted solder
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Melted solder
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SEMIGCON®

Fala ciggta i selektywna

T
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Test funkcjonalny

Kazda produkcja opatrzona jest
ryzykiem btednego wykonania. Dlatego
tez poza kontrolg optyczng produkcje
konczy test funkcjonalny badajacy
poprawnosc¢ zmontowanych
komponentow.




Lakierowanie i montaz finalny
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Pytania?




